公司名稱：亞洲電材股份有限公司 (股票代號：4939)
	輔導推薦證券商
	群益證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司簡介】
本公司營運總部於2003年7月成立，製造基地昆山雅森電子材料科技有限公司於2003年08月在中國昆山成立。主要從事軟性銅箔基層板（Flexible Copper Clad laminate，簡稱：FCCL）、覆蓋膜（Coverlay 簡稱：CL）、補強板（Stiffener）、純膠（Bonding Sheet）等之研究、開發、製造及銷售。是最早將臺灣軟性線路板基材製造及開發等技術移植於大陸的台資高科技企業之一。公司產品主要應用於下遊客戶之汽車電子、航太工業、數位通訊、電腦及辦公自動化設備等領域為主。

【歷史沿革】
年度
重要事項
92年7月
創立亞洲電材股份有限公司，從事覆蓋膜、軟性銅箔基板等軟性線路板基材等業務，登記資本額新台幣1,000仟元。
92年7月
於工研院育成中心成立研發中心。
92年7月
經投審會核准透過第三地區間接投資大陸昆山雅森電子材料科技有限公司。
92年8月
辦理現金增資新台幣34,490仟元，實收資本額增至新台幣35,490仟元。
92年10月
辦理現金增資新台幣115,210仟元，實收資本額增至新台幣150,700仟元。
92年12月
辦理現金增資新台幣69,300仟元，實收資本額增至新台幣220,000仟元。
93年2月
辦理現金增資新台幣65,000仟元，實收資本額增至新台幣285,000仟元。
93年5月
大陸昆山廠第一條產線開始試產。
93年5月
辦理現金增資新台幣40,000仟元，實收資本額增至新台幣325,000仟元。
93年6月
大陸昆山廠第一條產線開始量產。
93年6月
辦理現金增資新台幣35,750仟元，實收資本額增至新台幣360,750仟元。
93年6月
大陸昆山廠通過U/L認證（File No. E246440 Website:www.UL-asia.com）。
93年7月
大陸昆山廠通過ISO 9001認證。
93年8月
大陸昆山廠3-layer單、雙面板開始量産。
93年10月
本公司研發中心遷至新竹縣竹北市現址。
94年9月
辦理現金增資新台幣49,250仟元，實收資本額增至新台幣410,000仟元。
95年4月
大陸昆山廠正式導入GP/ROHS產品環境品質管理體系。
95年4月
辦理現金增資新台幣30,000仟元，實收資本額增至新台幣440,000仟元。
95年8月
大陸昆山廠2-Layer無膠單面板開始量產。
95年8月
大陸昆山廠通過ISO 14001環境管理體系認證。
96年7月

通過QC080000體系認證。
95年12月
辦理現金增資新台幣60,000仟元，實收資本額增至新台幣500,000仟元。
年度
重要事項
96年1月
獲得嘉聯益2006年度最佳優良供應商。
96年10月
辦理現金增資新台幣30,000仟元，實收資本額增至新台幣530,000仟元。
96年10月
大陸昆山廠第三條產線開始量產。
96年12月
大陸昆山廠通過昆山市科技研發中心認證。
97年1月
獲得嘉聯益2007年度最佳優良供應商。
97年2月
通過日本SONY的GREEN PARTNER的認證。
97年7月
辦理盈餘轉增資新台幣15,000仟元，實收資本額增至新台幣545,000仟元。
97年11月
本公司獲得“制造印刷電路板用的覆蓋膜、軟性印刷電路板及印刷電路板之壓合疊構”新型專利1篇。
98年2月
本公司獲得“聚醯亞胺複合膜結構”新型專利1篇。

98年8月

本公司獲得“一種雙面銅箔基板結構”新型專利1篇。

98年10月

本公司獲得“消光性聚合物薄膜結構”、“銅箔改質裝置”、“一種用於印刷電路板之聚醯亞胺複合膜及補強板”、“軟性印刷電路板結構”、“一種用於印刷電路板之覆蓋膜”新型專利5篇。

98年11月

本公司獲得“薄膜改質裝置”、“一種用於撓性印刷電路板之銅箔基板”新型專利2篇。

99年3月

本公司通過補辦公開發行。

【經營理念】

經營理念：創新、紀律、人本、謙虛
創新：激發、培養員工之創新思維，以求新、求變的思維模式市場競爭體制。

紀律：組織內建立完備且人性的規章制度，切實需嚴加遵守執行。

人本：從人本出發，以充分發揮其人力潛能，並視員工為公司的重要資產及組成，做到人力與公司的協調統一性。

謙虛：組織內各部門間以協調協商的服務態度為宗旨，謙虛為內在涵養，並擴及外部客戶。

【未來展望】

本公司將透過國際合作，從國外引進先進材料技術、深植材料技術能量並配合政府政策，深耕本土化材料技術，使本公司成為全球知名電子塗佈材料供應商，同時充分利用本公司精密塗佈技術開發應用面廣之多元化產品方向進行發展。


                                                                          

	主要業務項目：
本公司主要從事軟性銅箔基層板（Flexible Copper Clad laminate，簡稱：FCCL）、覆蓋膜（Coverlay 簡稱：CL）、補強板（Stiffener）、純膠（Bonding Sheet）等之研究、開發、製造及銷售。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

[image: image2]

	產品名稱

	98年度
營收金額(仟元)

	佔總營收
比重(%)


	覆蓋膜
	126,764
	40.74

	聚醯亞胺
	97,941
	31.47

	合成化學原料
	40,607
	13.05

	銅箔
	25,722
	8.27

	補強板
	16,914
	5.43

	貼合紙

	587
	0.19

	其他
	2,652
	0.85

	合     計

	311,187
	100.00


	


                                                                        

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
                                                       單位：新台幣仟元
	年度

項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年截

至4月份止

	營業收入
	95,178
	262,731
	212,897
	162,008
	311,187
	246,044

	營業毛利
	20,537
	46,874
	33,777
	32,589
	47,071
	29,669

	毛利率(%)
	21.58
	17.84
	15.87
	20.11
	15.13
	12.06

	營業外收入
	3,386
	25,382
	37,455
	25,929
	35,882
	43,678

	營業外支出
	1,556
	6,223
	2,555
	4,280
	6,942
	6,967

	稅前損益
	(21,529)
	20,474
	18,231
	8,545
	36,345
	48,408

	稅後損益
	(21,529)
	20,474
	18,231
	8,482
	36,345
	48,471

	每股盈餘（元）
	(0.57)
	0.47
	0.35
	0.16
	0.66
	0.89

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-
	-
	0.068
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	0.25
	-
	0.6
	-


最近五年度簡明資產負債表
                                                               單位：新台幣仟元
	      年

項           度

         目
	最 近 五 年 度 財 務 資 料

	
	94年度
	95年度
	96年度
	97年度
	98年度

	流動資產
	317,086
	450,186
	472,418
	304,343
	302,288

	基金及投資
	120,807
	225,335
	341,837
	581,553
	601,184

	固定資產
	14,412
	11,305
	9,402
	6,458
	5,184

	無形資產
	28,284
	18,091
	7,930
	235
	60

	其他資產
	433
	337
	10,126
	17,385
	16,585

	資產總額
	481,022
	705,254
	841,713
	909,974
	925,301

	流動負債
	分配前
	52,124
	91,942
	149,306
	187,910
	176,498

	
	分配後
	52,124
	91,942
	149,306
	187,910
	176,498

	長期負債
	0
	0
	0
	0
	5,000

	其他負債
	0
	16,916
	14,742
	2,014
	3,382

	負債總額
	分配前
	52,124
	108,858
	164,048
	189,924
	184,880

	
	分配後
	52,124
	108,858
	164,048
	189,924
	184,880

	股  本
	410,000
	500,000
	530,000
	545,000
	545,000

	資本公積
	118,250
	172,250
	117,494
	117,494
	117,494

	保留盈餘
	分配前
	(99,230)
	(78,756)
	18,231
	10,933
	47,278

	
	分配後
	(99,230)
	(78,756)
	2,451
	10,933
	47,278

	累積換算調整數
	(123)
	2,902
	11,940
	46,623
	30,649

	金融商品未實現

損益
	0
	0
	0
	0
	0

	未認列為退休金成本之淨損失
	0
	0
	0
	0
	0

	股東權益

總    額
	分配前
	428,897
	596,396
	677,665
	720,050
	740,421

	
	分配後
	428,897
	596,396
	676,885
	720,050
	740,421


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	96年
	97年
	98年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	15.87
	20.11
	15.13

	
	流動比率(%)
	316.41
	161.96
	171.27

	
	應收帳款天數(天)
	281
	245
	121

	
	存貨週轉天數(天)
	39
	47
	16

	
	負債比率(%)
	19.49
	20.87
	19.98


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]


















PI：杜邦（美）、Kaneka（日）、SK（韓）、達邁等


FCCL：杜邦太巨（美）、台虹、亞電、律勝、新揚、旗勝（日）、佳勝、長捷士等


銅箔：日曠（日）、福田（日）、三井（日）、古河（日）等





  


                           


                                                        





      單位：新台幣仟元  
































旗勝（日）、嘉聯益、鴻勝、台郡、毅嘉、旭軟、佳通、易鼎、圓裕、儷耀、力群、同泰等














下游應用
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軟板廠商





原物料

















資訊、通訊、消費性電子產品/家電、汽車、工業、其他（醫療、航太…）
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